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Hersteller von SMD-Schablonen ristet auf mit Elektropolieren

Hohere Prozesssicherheit und
weniger Lotfehler

Photocad, Berlin

Mit der zunehmenden Miniaturisierung von Elektronikbauteilen werden auch die
Anforderungen fur die Hersteller von SMD-Schablonen immer gréBer. Damit selbst das
kleinste Bauteil exakt und zuverldssig auf der Leiterplatte angebracht werden kann,
mussen die Schablonen sowohl eine gute Konturenschérfe in den Aperturen als auch
eine Anti-Haft-Wirkung aufweisen. Nur so kann das Ausléseverhalten der Lotpaste
verbessert und L6tfehler wie Brickenbildungen vermieden werden. Eine méglichst glatte
Oberfldche reduziert zudem die Reinigungszyklen der Schablone und erhéht die Prozess-
sicherheit. Aus diesen Griinden hat photocad in die Oberflachenoptimierung investiert
und das Elektropolieren neu eingefihrt. Zugleich wurde die Nanoveredelung in die

eigene Betriebsstatte verlagert.

Mit der Elektropolieranlage von Poligrat ist pho-
tocad der einzige Hersteller in Deutschland, der
Uber eine automatische Anlage zur elektroche-
mischen Oberflachenbearbeitung von SMD-
Schablonen verfugt. Herkémmlicherweise wer-
den die Schablonen von Hand poliert, was aber
zum einen die Gesundheit der Mitarbeiter ge-
fahrdet, und zum anderen weder eine eben-
maBige Bearbeitung noch eine konstante Qua-
litdt garantiert. Der automatische Poliervorgang
hingegen erfolgt in einer abgeschlossenen
Kammer und wird Uber eine CNC-Steuerung
kontrolliert. Dabei wird durch anodische Auflé-
sung eine dnne Schicht von der Werkstoff-
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oberflaiche abgetragen. Verunreinigungen,
Staub- oder Schmutzpartikel, selbst Mikrorisse,
Geflgestorungen und lokal auftretende Span-
nungen werden damit beseitigt. Da die Bearbei-
tung ohne mechanische oder thermische Belas-
tung ausgefthrt wird, bleiben Formen und
Strukturen der Schablone erhalten. Dadurch
wird in einem einzigen Arbeitsgang die Oberfla-
che metallisch rein und geschlossen, die Aper-
turen werden glatt und gratfrei. ,Der Vorteil ist,
dass die Anlage mit festgelegten Parametern ar-
beitet, die wir zudem selbst bestimmen. Damit
kénnen wir eine reproduzierbare Qualitédt lie-
fern”, erklart der Geschaftsfuhrer UIf Jepsen.

Elektropolierte und nanobeschichtete
SMD-Schablonen weisen glatte, gratfreie
und adhasionsmindernde Oberflachen auf,
Dadurch wird das Ausléseverhalten

der Lotpaste verbessert,
Létfehler werden reduziert

Mit der zunehmenden Miniaturisierung von
Elektronikbauteilen werden auch die Aperturen

in den SMD-Schablonen immer feiner. Beim Druck-
prozess miissen die Offnungen daher scharfkantig
und die Oberflache antihaftbeschichtet sein



Schablonenveredelung

Um die polierte Oberfliche zudem mit einem An-
ti-Haft-Effekt zu versehen, wird jede Schablone
auf Wunsch mit einer Nanobeschichtung ver-
edelt. Dazu wird in einer speziellen Anlage eine
feine Schicht Silizium flichendeckend auf die
Schablone aufgespriht.

Beim Aushérten versiegelt die Schicht winzige
Zwischenraume und gleicht kleinste Unebenhei-
ten aus. Da sich die Nanoteilchen direkt mit dem
Material verbinden, ist die Beschichtung extrem
abriebfest und alkalibestandig und somit beson-
ders widerstandsfahig. Durch die adhasionsmin-
dernde Wirkung, die verhindert, dass Lotpaste

Im Gegensatz zur unbehandelten
Schablone (links) sorgt die Anti-
Haft-Beschichtung der nanover-

edelten Oberflache (rechts) dafiir,
dass die Lotpaste nicht auf der

Schablone und in den Aperturen

kleben bleibt

an der Schablone und in ihren Offnungen haften
bleibt, entsteht ein prazises Druckbild mit klar de-
finierten Konturen.

Die Prozesssicherheit ist daher Uber eine wesent-
lich hdhere Zahl an Druckvorgangen gegeben als
bei nicht beschichteten Schablonen. So sind zum
einen feinere Schablonenstrukturen maoglich,
zum anderen werden Lotfehler wie Briickenbil-
dungen deutlich reduziert und damit Ausschuss
und aufwandige Nacharbeiten verringert.
AuBerdem vergréBern sich die Reinigungsinter-
valle, was die gesamte Produktion beschleunigt.
Neben ihrer Anti-Haft-Wirkung zeichnen sich die
nanobeschichteten Schablonen zudem durch
Hitze- und Frostbestandigkeit sowie UV-Stabilitat

aus. Das Unternehmen bietet bereits seit 2006
nanobeschichtete Schablonen an. Den Be-
schichtungsvorgang hatte das Unternehmen
bisher extern vergeben.

Doch um selbst auf dem neuesten Stand der
Technik zu sein und um die Lieferzeiten zu ver-
kirzen, wurde nun in eine eigene Fertigungs-
anlage investiert.

Damit erhdht sich sowohl die Qualitat der Pro-
dukte als auch die Dynamik in der Herstellung
und Lieferung: Bereits wenige Stunden nach
Auftragseingang kénnen die Schablonen ver-
schickt werden.
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Co-located with SEMICON Europa — Synergies no other event can offer!

PE2013 is the connection to your customers. Show your solutions and °
industry leadership in front of key decision-makers from across Europe
and around the world. Co-located with SEMICON Europa, PE2013 extends °
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Who should exhibit?

Material suppliers: Substrates, chemicals, gases,
process materials, packaging materials, consumables
Equipment manufacturers: Large area, thin film,
roll-to-roll, inspection, metrology, sub-systems

e Factory control and automation, software
e Manufacturing and business services
e Research institutions, consortia, universities
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